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自動車製品のトレーサビリティは、数十年にわたって
何らかの形では存在していました。トレーサビリティ
は一般的に自動車に関するすべてのシステムを構成する
各コンポーネントのトラッキングとトレーシングを指
します。従来から、これは1次元または2次元バーコー
ド、RFID等を使用して機械部品や電子部品に直接マー
キングすることで実現されてきました。自動車のリコー
ルは非常にコストがかかるため、重要な部品のプロセス
を把握するためにこの手法が生まれました。今日では、
製造におけるトレーサビリティは「リコールを最小化す
る」という防御的な考え方から、「コンプライアンス」
という積極的な姿勢へと進化しました。コンプライアン
スへの要求が高まるにつれ、コンプライアンス違反に対
する罰金も増えてきています。「運輸リコール促進、実
施責任、文書提出法（TREAD）」により、車両の製造業
者は米国運輸省の部局であるNational Highway Traffic 
Safety Administration（NHTSA）に対しコンポーネ
ントの信頼性についての逸脱を報告することが要求され
ています。結果として、製造業者はエンドユーザーの安
全要件を満たすためにバリューチェーンでのギャップに
遅れを取らないようにトレーサビリティに依存していま
す。

車両1台当たりの半導体搭載数は増加しており、これ
らのコンポーネントのトレーサビリティが益々重要に
なっています。半導体集積回路（IC）には特定のト
レーサビリティ基準がない一方で、車載半導体のサ
プライチェーンに関連する様々な関係者によりトレ
ーサビリティに関する対応が行われてきました。例え
ば、SEMI Collaborative Alliance for Semiconductor 
Test（CAST）から派生したシングルデバイスのトレー
サビリティ部会は、サプライチェーン [1] を通じてデバ
イスのトレーサビリティに対するニーズを特定していま
す。これにはデバイスのトレーサビリティだけでなく、
半導体のチップ、リードフレーム、エポキシ樹脂、ボン
ディングワイヤおよびプリント回路基板が含まれます。

先進運転支援システム（ADAS）と電動化という2つの
重要な自動車アプリケーションセグメントは今後大きな
革新を遂げ、これにより様々な車載製品OEMで自律型電
気自動車（AEV）を可能にすると考えられています。交
通事故を減少させると期待されている横滑り防止装置、
車線逸脱警告、アンチロックブレーキ、車間距離制御装
置、トラクション制御など、いくつかのミッションクリ
ティカル（非常に重要）な安全システムがこれらの取組
みの一部となっています。これらのシステムはすべて、
車両の信頼性と安全性を確保するために、高速プロセッ
サ、メモリ、コントローラー、センサーなどの複雑な電
子部品を必要とします。 
しかしながら、ファブレスデザインハウス、ファウンド
リ、垂直統合デバイスメーカー（IDM）および半導体後
工程受託会社（OSAT）を含む現代の半導体サプライチ
ェーンは複雑さを増しており、ユニットレベルのトレー
サビリティ（ULT）が注目されています。Amkorは、車
載ICサプライヤーのOSATパートナーとしてULTを当社の
車載製品組立および検査への付加価値として提供してい
ます。自動車OEMからのトレーサビリティについてのモ
チベーションは、保証（使用時の故障）の懸念または出
荷以前（0km、0時間）故障のいずれかから生じます。
ある保証のレポート [2] によれば、過去5年にわたり自
動車メーカーによる請求で年間400億ドルが支払われま
した。さらに、ヨーロッパの大手OEMの推算では保証費
用1ドルの内ほぼ4セントが半導体の故障が原因となって
いる可能性があると言われています。このような問題は
財務上の影響は明かですが、その一方でリコールはOEM
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トレーサビリティには大きな需要がある一方で、  
最大の課題は、サプライチェーン全体の製造データ
のプロトコルを特定することです。
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やコンポーネントサプライヤーからの評価低下の要因と
なり、サプライチェーンマネジメントに大きなストレス
をかけることになります。
保証問題の後、チップサプライヤは根本的な原因を見
つけ、短期的な修理と長期的な解決策を考案するため
に、8Dレポートにより問題解決に着手します。一般的に
OEMは不良が安全性に関連している場合、8Dレポートの
10日以内の提出を要求します。故障が半導体コンポーネ
ントに関連している場合、ULTは故障の原因を迅速に特
定するのに役立ちます。ULTを効率よく実施するために
は、手動プロセスにより行っている情報取得、保存、管
理するプロセスを自動化する必要があります。トレーサ
ビリティには巨大な需要がある一方で、最大の課題は、
サプライチェーン全体の製造データのプロトコルを統一
することです。そのような多様なデータセットのフォー
マッティングおよびそれに続くすべてのステークホルダ
ーへのコミュニケーションが課題となっています。

ULTは図1に示すようにデバイスの表面にマーキングされ
た2次元バーコードを使用して、組立て後のICの情報を
提供します。そのデータには、プロセスで使用されるウ
ェハの識別、チップの位置、基板またはリードフレーム
や装置などの情報が含まれます。この組立プロセスフロ
ーには、リードフレーム上の2次元レーザーマーク、自動
光学検査（AOI）および確実な管理のためのオープンシ
ョートテストが含まれる場合があります。このアプロー
チでは、手動による光学検査がAOIに置き換えられまし
た。パッケージが組立プロセスに沿って工程を進むにつ
れ、2次元バーコードリーダーがストリップが正しいロ
ットにあるか確認し、また各工程からの処理情報に基づ
き、正しいバーコードがパッケージ表面にレーザーマー
クされているかを検証します。ULTサービスにはプロセ
ス、材料および装置の履歴のデータ収集だけでなくリア
ルタイムの読み取りや送信も含まれます。 
車載製品のお客様向けには、ULTのデータ保持期間は通
常製品の5年間ではなく、最低でも15年間を求められま
す。さらに、ULTのメリットには製品にトレーサビリテ
ィを提供することに限定されず、製品開発サイクルを
短縮することも挙げられます。ストリップマップ、ウェ
ハマップ、BOM、組立およびテスト歩留まりなどのデ

ータを使用すれば、それらのデータ解析を通じてエンジ
ニアリングのデータ分析時間を短縮することができま
す。ULTシステムは、製品が「ゼロディフェクト（不良
ゼロ）」の基準を満たしていることを保証すると同時
に、顧客満足度の向上とコンプライアンス要件を満たす
という究極の目標を実現するために、製造情報へのリア
ルタイムなアクセスを提供します。 
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図1.ULT用に2次元バーコードが記載されたパッケージの例
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